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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@> Chipkarte, Verbindungsanordnung und Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte 

@ Die Erfindung betrifft eine Chipkarte, eine Verbindungs- 
anordnung sowie ein Verfahren zum Herstellen einer 
Chipkarte, wobei ein auf einem Modul befindlicher Haib- 
leiterchip in eine Ausnehmung eines Kartentragers unter 
Erhalt einer elektrischen und mechanischen Verbindung 
eingesetzt wird. Gemafc einem ersten Aspekt wird bei 
d em Ausfrasen der Ausnehmung ein Abschnirt von Kon- 
taktbumps freigelegt, die eine sichere Verbindung zwi- 
schen Modul und Induktions- oder Antennenspule er- 
moglichen. Gemate einem zweiten und dritten Aspekt 
werden notwendige elektrische Kontakte durch Loten und 
mechanische Kontakte durch Heift- oder Schmelzkleber 
realisiert. Da ruber hinaus wird vorgeschlagen, den Kleber 
mit leitfahigen Partikeln zu versehen, wobei der Klebstoff 
bei der Verbindung unter Druck komprimiert wird, so date 
sich ein gewunschter elektrischer Kontakt ausbildet. Ge- 
maft einem vierten Aspekt wird ein spezielier Verstei- 
fungsrahmen vorgesehen, welcher isolierende Abschnit- 
te aufweist. Der Versteifungsrahmen dient der Erhohung 
der mechanischen Stabilitat und zur Aufnahme von Ver- 
windungskraften und Spannungen, die beim Einsatz der 
Karte entstehen konnen. Gleichzeitg ermoglicht der Ver- 
steifungsrahmen in einfacher Weise eine Kontaktierung 
zu im Inneren der Karte befindlichen Leiterbahnen, z. B. 
fur induktive Elemente, die eine Antenne zur kontaktlosen 
Datenubertragung bilden. 
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Die Lrlindung bei riff ( cine Chipkane. cine Verhindungs- 
anordnung und ein Verfahren /.uni Hcrstellcn cincr Cliip- 
kurte, wobei ein auf eincm Modul belindlicher Halbleiter- 
chip in cincr Ausnehmung cincs Kartentragers unlcr Lrhalt 
cincr clcktrischen und niechanischcn Verbindung cingesetzi 
wird. 

Chipkarton fur die konlaklbehafieie. aber auch koniakt- 
lose. d. h. indukiive Daleniibertragung weisen cinen mil 
dcin Kartenkorper vcrbunden Chipkarten- Modul auf. dor ci- 
nen auf einetn Kunsistofflrager befindlichcn Halbleiierchip 
uml'aBt. wclcher bei kontaktbehafteten Karion mil eincm 
galvanisch erzeugten Koniaklfcld vcrbunden ist. In eincm 
Kartenlesegerat werden diese Koniaklllachen clckirisch ab- 
getastet, so daB die erforderliche Kommunikation nioglich 
wird. 

Bei kontaktlos, induktiv arbeitenden Syslemen erfolgt die 
Dalenubeniiinlung durch elekiromagnetische Wcchscliel- 
dcr. niiiiels wenigstens einer in der Chipkane bzw. im Kar- 
lentrager angeordneten Induktionsspule odcr Anienne. 

Bei sogenanntcn Konibikarten sind bcide erwahnten Sy- 
stenie in einer Kane vereint. Die Kombikarte vcrfiigt deni- 
nach sowohl iiber cin Konraklfeld fur die koniaklbchafteic 
Obertragung als auch iiber eincn induktiv koppelbaren Kon- 
taki. Hierlur isi cs erforderlich, neben den clckirisch lei ten- 
don Verbindungen voni Halbleiierchip zum System fur die 
kontaktbehaftete Obertragung auch Verbindungen zum Sy- 
stem fiirdie induktive Datenubermitilung herzusiellcn. 

Bei einetn bekannten Verfahren zur Herstellung einer 
Chipkartc, insbesondcre solcher, bei der sowohl Minel zur 
kontaktlosen Dalenubertragung als auch die erwahnle galva- 
nische Kontaktebene vorhanden ist. wird in cinen Karlcn- 
korper ein Modul eingebracht, wclcher cinen IC-Chip utn- 
faBl. 

Der Modul wird in cine Ausnehmung im Karienkorper 
cingolegt und millets Fugen od.dgl. mil dem Karlcnkorper 
unier Lrhah einer cnisprechenden iitcchanischen und clek- 
trischen Verbindung laminiert. 

liine clckirisch leilcndc Verbindung /.wischen Modul und 
Karlcnkorper bzw. auf dem Karlcnkorper hclindlichen Kon- 
taktcn. die mil der [ndukiionsspulc in Verbindung sichen. 
komntl bcispiclsweisc dadurch zusiande. daB ein anisotro- 
pcr leitender Klcbsiofl'im Bereich der AnschluBstellen unci/ 
odor der Vcrbindungsslellcn des jeweiligcn Miticis fur cine 
konlukilose Datenubenragung aufgciragcn und der Kleb- 
sioff zumindesi im Bereich der AnschluBsiellen so weii ver- 
dichtel odcr koniprimieri wird. daB cine clckirisch leilcndc 
Briicke cntsichi. 

Tin Lulfe cincs Klcbsloffes mil Icilcndcn Parlikcln I'iihn 
dies also da/.u. daB die Pariikcl im Bereich /.wischen den 
AnschluBstellen und dem Millet fur die kontakllose Daten- 
ubenragung sieh beriihren. wodurch die leilcndc Verbin- 
dung rcsutlicn. 

Die bei der Hersiellung von Chipkarien verwendeten Mo- 
dule greifen in der Rcgcl auf eincn Kunsisiollirager zuriick. 
auf dem daseingangs erwahnle [('-('hip ggfs. mil LSO-Kon- 
laklllachen versehen angeordnel isi. Das so vorgeferiigie 
Modul wird mil dem Kartenirager. der z. B. aus Polycarbo- 
nat bcsiehen kann. vcrbunden. Dieses Verbinden bzw. das 
Linseizen des Moduls in den Karlcnkorper in cine z. B. ge- 
friisie Ausnehmung erfolgt ublicherwcise unter RiickgriiV 
auf ein K I ebe verfahren bei Verwendung cincs HeiB- odcr 
Schmelzklebers. 

Tn dem Falle. wenn die Konibikarten. die sowohl zur kon- 
taktlosen als auch zur kontaktbehafteicn Verwendung geeig- 
nci sind. odcr koniaktlose Karten hergesiclll werden sollcn. 
muB cine wciiere Koniaktebene mil AnschluBstellen fur die 



[nduklionsschicifc bzw. die rnduktionsspulc vorgesehen 
sein. 

Its sind C'hipkarten bekannl. bei welchcn im Karlcnkorper 
cine aus Drahl gewickeltc Spule vorgesehen isi. deren linde 
5 mil Antenncnkontakten des (.'hips bzw. seines Tragers vcr- 
bunden sind. Diese Gesanilanordnung isi im Karlcnkorper 
eingegossen. wobei die Hersiellung lechnologisch sehr auf- 
wendig isi. 

Dariibcr hinaus wurden bereils Chipkarten vorgcslellt. bei 
10 welchcn die Anienne aus einer Antenncnschicht herausge- 
iitzt wurdc, wobei die Anienne Chipkonlakte aufweist, wel- 
che iiber eincn leiienden Klebcr mil den Antenncnkontakten 
des Chips bzw. seines Tragers vcrbunden sind. Bei der Her- 
siellung des Karienkorpcrs werden die Chipkonlakte iiber 
15 cine entsprechende Ausnehmung in einer auf die Antenncn- 
schicht aufgebrachten Deckschicht freigelassen, was die 
Hersiellung ebenfalls aufwendig niacin. 

Bei erhabenen AnschluBstellen. die sich auf der Oberfla- 
che des Moduls und/oder auf der Oberflache oder an den 
10 Seitentlachen der Ausnehmung des Karienlragers befinden. 
kann cine Verklebung von Modul- und Kartenirager mittels 
der Herstellung der clckirisch leiienden Verbindung in ei- 
ncm einzigen Arbeitsgang durchgefuhn werden. 

Its hat sich jedoch gezeigt. daB das erforderliche Tempe- 
25 ralur- und Zcitregitne zur Herstellung zuverlassiger sowohl 
clcki rise her als auch niechaniseher Verbindungen engen To- 
leranzen unlcrliegt, so daB bei nicht optimalen Verfahren s- 
parametern die Langzeilstabilitat dcrart hergestellicr Karten 
reduziert ist, und daB es aufgrund der Abmessungen und der 
Mi plastischcn Lngenschaften des Moduls sowic des Karientra- 
gers zu Verwindungcn und Vorspannungen in der Karte mit 
der l ; olge von Kontaklslorungen und damit geringorer Zu- 
verlassigkeit koiuntl. 

Hs isi dahcr Aufgabe der Lrfindung. cine Chipkane. ein 
.'5 Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte sowic cine Ver- 
bindungsanordnung fiir ein derartiges Herslcllungsvcrfah- 
ren anzugeben. mil wclchem ein auf eincm Modul belindli- 
cher Halbleiierchip in cine Ausnehmung eines Kartentragers 
sowohl clckirisch als auch uicchanisch mil holier Zuverliis- 
40 sigkeii und Vcrwindungssteife kontaklien werden kann. wo- 
bei die resuttierende Gesamianordnung unter alien Umsian- 
den cine hohe Langzeilstabilitat und ausreichendc Zuverlas- 
sigkeil der so geschaffenen Chipkane gewahrleislel . 

Die Losung der Aufgabe der Hrfindung crfolgi mil einer 
45 Chipkarte. cincr Verbindungsanordnung bzw. Herstellungs- 
verfahren. wie sic ini einzelncn in den unabhangigen Paieni- 
anspriichen delinien sind. 

(iemaB eincm ersien Aspekt der lirlindung wird cine An- 
tennenschichl zunuchsi vollslandig in das Kartcnmateria! 
50 eingchaul, wobei die Chipkonlakte aber derail verdickte Ab- 
schniite aufweisen. daB bei dem zur Herstellung von bisher 
ublichen Chipkartcn ebenfalls ublichen Ausfriisen der Aus- 
nehmung fiir den Chip und seinen Trager Teile der vcrdick- 
len Absehniue abgefrast und dadurch Chipkonlaklllaehen 
55 geschaffen werden. die dann mil den Antcnncnkoniaklcn 
des Chips bzw. seines Tragers leicht verbindbar sind. 

Die vcrdicktcn Abschniite konnen auf verschiedene 
Weise hergesiclll werden. Hs ist beispielsweise nioglich. ci- 
nen selcktiven Auftrag von Material in gatvanischen Badern 
(*) zu crzeugen. Vorzugs weise werden die verdickten Ab- 
schniite jedoch aus Lot. insbesondcre aus Weichlot gebildel. 
Dies kann beispielsweise in der ublichen Art und Weise go* 
schehen. die beim Verzinnen von gedrucktcn Schaltungcn 
angewendel wird. also z. B. durch l uhren der Aniennen- 
65 schichl iiber eincn Lotschwall bzw. cine Schwallbadlolein- 
richlung. wobei dann nur die Konlakte unabgedeckl sind. 
Bei einer anderen Ausfuhrungsfomi der Lrfindung werden 
die Chipkonlakte mittels bekannter Lot- bzw. Bondmaschi- 
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ncn bearbeilet. wobci man ggfs. auch cincn kurzen Drain in- 
ncrhalb dcs T.x>i-"Hugcls" slehen laBl, der bei der spiitcrcn 
Vcrbindung mil den Antennenkontakten cines (.'hips bzw. 
dcsscn Triigers von Vorteil scin kann. Wesenllich isi hior Ic- 
diglich, daB die Verdickung so hinreichend stark isi, duB 
bcini spaieren AusfrLisen dcr Aufnahmevertiefung fur den 
Chip b/,w. dcsscn Trager trot/, ausreich'ender l'rastoleranz 
die Chipkontukte sichcr frcigelegl b/.w. gebiidet werden 
konnen. Wenn man hicrbci davon ausgehl, daB die Anten- 
ncnschichi cine Tragerdicke von etwa 200 pin und cine i» 
Kupferschicht von ct wa 35 pin aufweist. so vviirc dicsc Kup- 
rersehichKiieke bei den vorgegebenen Fnistoleranzen von 
ctwa 20 bis M) pm nichi einwandfrei und sichcr freizulegen. 
Wenn man jedoch cine Verdickung von 100 bis 200 pm 
dureh L6l-Auftrag vorsieht und einen derartigen Bump bil- is 
del. so ist cs leicht ersichllich, daB dann cin sichercs An Ira- 
sen irolz der vorgegebenen Toleranzen moglich ist und da- 
bci gleichzeitig sichcrgcstcllt wird. daB die sehrdunne Kup- 
ferbeschichlung der Antennenschicht nicht besehadigl oder 
verlct/.t wird. 20 

lis war zwar bisher iiblich. derartigc Antenncnschichten 
mit ihrem auf der Oberllache liegenden Relief aus geatzlen 
Leiterbahnen in Karten material einzubelten. DaB dcr nun- 
mehr beschriltene Weg tatsachlieh zum Rrfolg fuhrt und dcr- 
artig starke Verdickungen von 100 bis 200 pm ohne wei teres 25 
in die Nonn-Karten mil einer Gesamtdickc von 760 pm ± 
80 urn einbettbar sind. ist ausgesprochen Liberraschend. 

Die Antenncnkontakte konnen mil den Chipkarten durch 
cine Vielzahl von clcklrischcn Verbindungsvorgangen ver- 
bunden wcrden, was spater nahcr erlauterl wird. Bs sci hicr M) 
bcispielswcise an SchweiBcn oderKlcben mittels elcklrisch 
leitendcr Klcbcr crinnert. Vorzugsweise geschicht die Ver- 
bindung jedoch durch Loten, was tcchnologisch cint'ach zu 
handhaben ist und dabci gleichzeitig besonders halt bare 
Verbindungen licfert. Dies gilt insbesondere dann, wenn die :*5 
Feriigungen der Chipkontakte aus Weichloi bestchen. 

Besonders gunstig fur den Anwender oder auch den pro- 
graiiiniicrenden Hersteller der Chipkarte ist die Anordnung 
dann, wenn der Chip b/.w. scin Trager auf seiner der Anten- 
nenschicht abgewandien Seile zusalzlieh Konlakic zum di- 40 
rekten (konlaktbchartelcn) AnschlicBcn aufweist. Fine der- 
art ausgebildctc Kane, die so won 1 kontaktlos als auch kon- 
laktbehaftel benutzbar ist, kann bcispielswcise bcini Her- 
steller Liber den direkten, kontaktbchaftelcn Zugang pro- 
gratmniert und dann vom Beniitzer auch nur noch koniakl- 45 
los verwendet wcrden. 

Vorzugsweise umfaBl dcr Kartcnkdrper gemaB dem er- 
sien Aspckl der lirlindung mindestens zwei Deckschichicn. 
zwischen dencn die Antennenschicht cinlaminicrt isi. Die 
Deckschicht. we lone auf der Scitc dcr Chipkonlakte liegi. so 
nimnit die Verdickungen gleichzeiiig auf. Sclhst dann. wenn 
sich die Verdickung auf dcr KarienauBenseile naeh dem Zu- 
sauuHcnlaminieren ab/.eichncl. was bei einer feriigen Kane 
nicht optimal wiire. ist dies unschadlich. da genau der Be- 
reieh. in welchcm die Chipkontakte liegen. spiiter abgclVast 55 
wird. 

Bei einer demcntsprechenden A us fun rungs form der lir- 
findung weist dcr Chip einen Trager mil kartcnauBcnscitigen 
Kontakttlachen auf, wobci die Anlennenkonlaktc von 
Durchkontaktiertingsabschnilten (z. B. Bohrungcn mil ent- Go 
sprechenden galvanischen Melallauftragen itti Bohrloch) 
gebiidet sind, wclche ein isolicrcndes Tragernialerial zum 
Hattcn der Kontakillachen durchqucren. Derartigc Kartcn 
konnen auch in kontaktbchaftelcn Sysiemen Vcrwcndung 
linden. 65 

Bei einer weiiercn A usftih rungs form gemaB dem crslen 
Aspekt der lirlindung ist der Chip auf einem Trager mil kar- 
teninnenscitigen Kontakttlachen angebrachl. so daB die An- 



lennenkonlaktc dirckt auf den Chipkoniaklcn zu liegen 
kommen. Utn nun cin Vcrlolen der Konlakte mitcinandcr zu 
ermog lichen, ist es von Vorteil. wenn das Tragermaterial I'iir 
die Koniaktflachen des Chips in den Antennenkontakiberci- 
chen fongenommen isi, so daB nach auBcn geoffnele Berei- 
che iiber den Ruckseiien dcr Antenncnkontakte liegen. Da- 
durch sind die Koniakl flachen von auBcn zugang lich, um 
Werkzcuge. insbesondere solche zum Hrwarmcn auf die An- 
tennenkontaktrucksciten drucken zu konnen. lis isi auch 
moglich. mittels Infrarotstrahlung, insbesondere durch ei- 
nen Laser, die Kontakillachen zum '/week des Lolens *zu er- 
warmen. 

Bei einem wie oben erlauterten bcidseilig beschichieten 
Trager 1'Lir den Chip kann wiedcr cin koniakl loses ebenso 
wie ein konlaktbehafletcs Zusatzgerat verwendet wcrden, 
uni die Karte zu program mie re n bzw. in Bcnutzung zu neh- 
men. Auch in dicscm Fall ist jedoch wichtig, daB im Bereich 
dcr Antenncnkontakte cine Warnteubertragung zum Vcrlo- 
len der Antenncnkontakte mil den Chipkontakten stall finden 
kann. Hicrzu sind wiedcr Offnungen im Trager bzw. in den 
auf ih in angebrachten Kontakt II Lichen im Bereich der Chip- 
karte vorgesehen. 

Das erlindungsgeiuaBe Verfahren zum Herslellen cincr 
Chipkarte gemaB dem ersten Aspckl der Ertindung umfaBl 
die fo Igendcn Schrilt e: 

Auf cine Anienncnschicht wird cine Anlcnne mit Chipkon- 
iaklcn zum AnschluB cines Chips gebiidet. lis sei hicrbci be- 
tont, daB unter dem Begriff "Antcnne" cine VielzahUvon sol- 
ehe n Strukturen zu vers ic hen isi, welche zur Bildung von 
Zusalzfunktionen moglich sind, die ergiinzend zu denen des 
Chips gewiinscht wcrden und die mit dem Chip iiber dcsscn 
Trager vcrbunden werden mussen. ^ 

In einem nachstcn Schrilt werden auf den Chipkontakten 
verdickle Abschnitlc gebiidet. Dies kann durch alle mogli- 
chen clektrochemischen Verfahren, durch Auflragsschwei- 
Ben oder auch durch den Auftrag von leitenden KunslstolVcn 
geschchen. 

In einem niichsten Schrilt wird ein Kartcnkorper derart 
gcbildcl. daB die Anienncnschicht und die Chipkontakte 
einschlieBlich dcr vcrdickten Abschnitte von Karteriniaterial 
bedcckl sind und mit diesem test vcrbunden werden. 

[m Kartcnkorper wird eine Ausnehmung derarl gebiidet, 
daB die vcrdickten Abschniile mindestens leilweise abgetra- 
gen und dadurch frcigelegl wcrden. 

Fin Chip, umfassend einen Trager mil Anlennenkonlak- 
ten zur Vcrbindung der Trager- Leitcrstrukturen mil der An- 
lcnne wird in die Ausnehmung eingeseizt. 

Die Antennenkontakie werden mil den Chipkontakten 
vcrbunden. 

Das Bilden der Antcnne aus der Antennenschicht ge- 
schicht vorzugsweise in einem Aiz- oder Schncidvorgang. 

Das Aufiragen von Material auf die Chipkonlakie wird 
vorzugsweise in einem T.otvorgang auf an sich bekannte 
We i sc vo rgc n o m r ncn . 

Die Bildung dcs Kartenkorpcrs geschiehl vorzugsweise 
mittels cines I.aminierungsvorgangs. wobci die Anienncn- 
schicht zwischen zwei Deckschichicn cinlaminicrt wird. 
Unter Deckschicht ist hicrbci naliirlich keinc absolul homo- 
gene Strukiur zu verslchen. da derartigc Schichten wic- 
derum mcisi einen mchrschichtigcn Aufbau haben. wobci 
bcispielswcise cin Aufdruck durch eine klarc Deekschichi 
abgedeckl ist. oder zur Vcrbindung mit darunterlicgenden 
Schichten eine auf zulaminicrcnde Schieht besondere Vcr- 
bindungs- oder Klebeschichicn umfaBl. 

Die Ausnehmung in der Kane wird in an sich bckannler 
Weisc vorzugsweise durch Frasen gebiidet. [n die so ent- 
standenc Ausnehmung wird der Chip saint seinem Trager 
eingeseizt und vorzugsweise verklebl. und zwar mittels ei- 
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nes Schmelzklebers. Dor Grund hierliir liegi insbesondere 
darin, daB bcim nachfolgenden Verloien der Amennenkon- 
takie mil den Chipkoniukien cincn Hohenschwund durch 
IlieBendes Loimaterial an den Kontukicn auflrili. der bei der 
Vcrwendung von bekannien Cyan- Aery latkle hern nur 5 
schwer zu koiupensieren. bei Vcrwendung von SehweiBkle- 
bern aber leiehi. gill's, auch nachtriiglich durch erneules Auf- 
wiinnen ausgleiehbar ist. 

Die Warnie /.uni Verloien kann dureh ein von auBen auf- 
gesetztes Lolwerk/.eug. also dureh Warmeleilung aufge- H) 
hrachi werden. Bei einer weiteren AusfLihrungsform des 
Verfahrens basierend auf dem ersten Aspekt der Frlindung 
wird die Wannc durch Strahlung, insbesondere durch Strah- 
iung eines [R- Lasers zugefLihrt. Fs isi nalurlich ebenso mog- 
lich. die Warnie Liber Ultraschall, also quasi Liber Reibungs- 15 
warnie bereitzustellen. 

GemaB einem zweiien Aspekt der Frfindung wird cine 
Chipkarte fur die kontakllose und/oder koniaklbehafiele Da- 
lenubertragung angegeben. wclche einen Halbleiierchip und 
Konlaktflaehen fur die koniaklbehafiele Daleniiberlragung 20 
und daneben AnschluBslellen und wenigstens ein Miliel fur 
die konlaktlose Dateniibertragung. das in der Regel eine Tn- 
duktionsspule isi. umfaBi. Die erfindungsgeniaBe Chipkarte 
gemiiB deni zweiten Aspekt der Frfindung zeichnct sich da- 
durch aus, daB die elektrisch leitenden Verbindungen zwi- 25 
schen den AnschluBstellcn und deni Mittel fur die kontakl- 
lose Datenuberlragung auch miltcls Loten hergcstellt isi. 
wobei die mechanische Verbindung durch HeiB- odcr 
Schmelzklehen. aber auch durch Lotung, crfolgen kann. 

ZweekniaBig weist gemiiB deni zweiten Aspekt der Frfin- j() 
dung der eingesetzte HeiB- oder Schnielzkleber partielle 
elektrisch leitfahige. und auch lolfahige Partikel auf. Beson- 
ders bevorzugt werden diese elektrisch leitenden. loifiihigen 
Partikel bereits bei der Preparation des Klebers aut" einer 
Triigerfolie zugesetzi b z w. a u 1 g e b r ach t . .15 

GroBe und Menge der abschnittweise deni Klebstoff zu- 
gesetzten Lolpariikel richtel sich nach der Konlaktausbil- 
dung bzw. der Konlaktflaehen der Chipkarte. Der Durch- 
messer einer zwi schen vorgesehenen Konlakilliichen und 
auf einem HeiB- oder Schnielzkleber belindlichen Lotkugel J<> 
liegt beispielsweise ini Bereich zwischen 15 und 25 uni. 

Die Menge der leitenden Partikel wird zweekniaBig so 
gewahh, daB zwischen den AnschluBslellen und deni tvfinel 
zur konlakdoscn Datenuberlragung genLigend Partikel zu 
liegen konmien. uni eine ausreichende elektrische Verbin- 45 
tlung durch Loien aufzuhauen. 

GemiiB deni erfindungsgemaBen Verfahren nach deni 
zweiten Aspekt der Frlindung koninit die elektrisch leitende 
Verbindung dadurch zusiande, daB der auf der Triigerfolie 
hcfindliche Klebstoff /.uniindesi ini Bereich der AnschluB- 50 
stetlen und/oder der Verbindungsslellen des Minels lur die 
kontakllose Dateniihenragung leiilahige Partikel oiler 
Schichten aufweist. die eine elektrisch leitende Briicke zwi- 
schen den AnschluBslellen und deni Millet zur konlakdoscn 
Datenuberlragung durch Loten bilden konnen. 55 

Bei der Hers tel lung von Chipkarten wird uberwiegend so 
vorgegangen. daB zuniichsi ein Modul hergesteUt wird. der 
einen Kunststofftrager unifaBl. auf deni ein Halbleiierchip 
angeordnet isi. Der Modul wird dann mil deni Karleniriiger 
aus Kunstsioff. z. B. Polycarbonal verbunden. Oblicher- ft) 
weise wird der Modul in eine in den Kartenkorper gefrasie 
Kaviiat implant iert, wie dies bereits erliiuiert wurde. 

Besonders bevorzugt erfolgt die Herstellung der erlin- 
dungsgemaBen Chipkarten unier Verwendung der beschrie- 
benen. bereits bekannien Komponenten und Verfahrens- 65 
schrilte. ZweekniaBig verwendet die lirlindung nach dem 
zweiten Aspekt also einen Libtichcn Modul. dem jedoch eine 
Kontakiebene mil den AnschluBslellen lur das Mittel zur 



kontakllosen Dateniibenragung hinzugefiigi wird. [n der 
Regel wird der Modul mil zwei weiteren AnschluBslellen 
ergan/.l. die auf iihlicke Weise mil dem Halbleiierchip ver- 
bunden werden. 

Besonders bevorzugt sind die AnschluBstellcn erhaben 
auf einer Oberfliiche des Modultriigers vorzugsweise der 
Seite. die den Halbleiierchip triigt. ausgebildel. Die Hohe 
der AnschluBslellen nach deni zweiien Aspekt der lirlin- 
dung richtel sich nach An und Abinessungen der Kane und 
kann beispielsweise zwischen 1 und 20 uni bet rage n. Bevor- 
zugt bestehen die AnschluBslellen aus Me tall und werden 
auf an sich bekannte Weise. z. B. durch Aufkleben. Auf- 
drucken, Aufdanipfen, Galvanisieren oder ahnliches hergc- 
stellt. Besonders bevorzugi wird die zusatzliche AnschluB- 
ebene hergcstellt, indem ein Sireifen aus Metall auf den Mo- 
duliriiger laniiniert und anschlieBend slrukturiert wird. Lage 
und GroBe richtel sich nach GroBe und Lage des Minels fur 
die kontakllose Dale n Li ben nit thing und speziell dessen Ver- 
bindungsslellen. 

Das Mittel fiir die konlaktlose Dalenubermiitlung. vor- 
zugsweise eine Induktionsspule oder Antenne, ist in zweck- 
maBiger Weise in den Kartenkorper integriert odcr auf die- 
seni angeordnet. wobei die Verbindungsslellen zu den An- 
schluBstellcn freiliegen. Beispielsweise konnen ini Fall ei- 
ner in den Kartenkorper integrienen Kupferdrahtspule Ver- 
bindungsslellen bei m Friisen der Ka vital mit freigelegt wer- 
den. Bei einer derartigen Anordnung isi es nioglich. die Ver- 
klebung von Modul und Kartentrager gleichzeitig mil der 
Herstellung der elektrisch leitenden Verbindung zwischen 
deni Mittel fur die konlaktlose Datenuberlragung und den 
AnschluBstellcn des Moduls durchzufuhren. Hierlur kann 
ein speziellcr Stempel eingesetzi werden. welcher sowohl 
Druckkrafie als auch Wanneenergie zuin Herstellen der 
Klebe- und Lot verbindung bereitsielli. 

Uni das bekannte ubliehe Hot mell- Verfahren cinsetzen zu 
konnen. wird der Klebstoff. wie erlautert. mit leil- und lotfa- 
higen Partikeln in vorbeslimmien Konlaktabschnitten verse- 
hen. Die Herstellung der niechanischen Klebeverbindung 
gemiiB dem zweiien Aspekt der Frlindung erfolgt dann in an 
sich bekannter Weise, wobei die elekirischc Verbindung der 
Kontakle durch gezieltes Finbringen oder Aufbringen von 
Wanue inindestens in oder auf die Bereiche der Kontaklab- 
schnitte realisiert wird. 

GemaB einem drilten Aspekt der Frlindung liegl ein ver- 
fahrensgemaBer Grundgedanke darin. zur Herslellung einer 
elekirischcn und niechanischen Verbindung eines in einer 
Ausnehiuung eines Karicntragcrs einer Chipkarle eingesclz- 
len Moduls auf eine auf einem folienariigen Triiger hcfindli- 
che, nichi leilende HeiB- odcr Schmelzklcberschichi /.urLick- 
zugreifen. wobei diese HeiB- oder Schmelzklebeischichi im 
Bereich aus /.ubildender clekirischer Kontakte zwischen 
Modul und Kartentrager mil einer /.usalzlichcn leiitahigen 
Schichl oder mil leiitahigen Pari ike In zu versehen isi. Diese 
zusatzliche leiilahige Schichl oder die leiitahigen Pariikcl 
konnen durch Lochung der HeiB- odcr Schmclzklebcr- 
schicht mil anschlicBendeni VerfLillen unier RLickgrilV auf 
leiitahiges Vlalerial ausgebildel werden. 

Die gemiiB dem drillcn Aspekt der Frlindung so vorberci- 
leie HeiB- oder Schntclzkleberschichl mil leitlahigen Ab- 
schninen wird dann am Modul oder in der Ausnehiuung des 
Karicntragcrs vorfixicrt. Dieses Fixieren crfolgi so. daB die 
mil der zusiil /.lichen leiitahigen Schichl oder den leiitahigen 
Partikeln versehenen Abschnitle sich zwischen den Kon- 
taktllachen des Moduls und der Ausnehiuung des Kartentra- 
gers belinden. Im AnschluB an dieses Fixieren wird in einem 
einzigen Druck-'lcmpcratur-Finwirkungsschritt sowohl die 
mechanische zwischen Modul und Kartentrager als auch die 
elekirischc Konlaktierung zwischen den sich "euenubersic- 
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henrien Koniakt 11 lichen realisieri. GemaB dem drilten 
Aspckt dor Frlindung isi es nichl noiwendig, daB die in der 
Regel bezogen auf die genannte Verbindungsllache nur klei- 
nen Kontaklflachenabschnitie wesentlich zur Klebeverbin- 
dung beiiragen. viehuehr sol Ion hier optiinierte elekirische 
Figensehaflen, wic geringe Leitungsinduktiviiaten oder ein 
geringer Ubergangswiderstand erzielt werden. Durch die an 
sich ubliche HeiB- oder Schmelzklebeverbindung wird fur 
eine ausreichende Prcssung und Verdichuing der leilfahigen 
Partikel Sorge getragen, so daB sich die gewiinschle Kon- 
takt-Fangzeilstabiliial ergibt. 

In deiii l'alle, wenn wie /um drilien Aspekl der Frlindung 
erlautert, fur die leilfahigen Partikel auf eine Loipaste oder 
eine Lotkugel zuruckgegriffen wird. kann durch deliveries 
'/ufiihren von WLinneenergie ini Koniaktbereich, wie dies 
bereits zuni zweiten Aspekl der Frlindung erlautert wurde. 
naeh oder wahrend des Verklebens des Moduls ini Karien- 
irager ein Loien erfolgen. wodurch eine weilcre Frhohung 
der Kontaklsicherheil gegeben ist. Die Lotstelle wird in die- 
sein Fall von mechanischen Spannungcn, Scher- oder son- 
stigen KraTien freigehahen, dadiesc audi ini laufenden Fin- 
sal/, der Karte von der Klebeverbindung groBllaehig aufge- 
nonimen werden konnen. 

GemaB einem weiieren Grundgedanken nach dem drilten 
Aspekl der Frfindung kann je nach Material des Kartentra- 
gers oder des Moduls ein geeigneter vorkonfektionierter 
HeiB- oder Schnielzkleber ausgewahlt und hinsichtlich 
Schichtdicke und Auswahl der leitfahigen Partikel fiir den 
jeweiligen Finsatzfall individual praparierl und damit opti- 
miert werden. 

Die leitfahigen Partikel oder die leitfahige Schicht sind 
auf die HeiB- oder Schmelzkleberfolie beispielsweise mil- 
tels eines Dispensers, einer Walze oder einem Slenipel lokal 
aufbringbar, wobei wenn erforderlich auf eine Maske, zu- 
ruckgegriffen werden kann. so daB sich die Reproduzierbar- 
keit beim Autbringen leitlahiger Beschichtungen erhohl. Tin 
Fallc des obcrflachenseiligen Aufbringens einer leilfahigen 
Schicht oder von leilfahigen Parlikeln wird in einer Ausfiih- 
rungsform nach dein drilten Aspekl der Frlindung die so 
aul'gebrachie Schicht kur/.zeitig einer therniischen Behand- 
lung ausgeselzt, so daB ein gewisses Anschtuelzen der je- 
wefligenParlikel und damit Haften und Verbinden mil dein 
ITeiBkleber bzw. dent Schnielzkleber die Folge ist. Durch 
diese MaBnahme wird sichergestellt, daB beim nachfolgen- 
den Handling die leitfahige Schicht bzw. das leitfahige Ma- 
terial vor unerwiinschietu Abtrag geschiit/.t ist. 

[n dem l'alle. wenn die HeiB- oder Schmel/.kleberschichl 
AusnchniLingen oder T.ochungen aufweisl, die tuil leilfahi- 
gen Parlikeln wie Foikugeln oder T.oipaste verfullt werden. 
kann auf iibliche und bewahrte Lot milled zuruckgegriffen 
werden. Die Dosicrung der Menge einzubringender Partikel 
in die Ausnehinungen oder T.ochungen isi unkriiisch. da 
MaicrialuherschuB bei Lolen und/oder Anpressen und 
gleichzeitigem Verkleben in die Kleberschichl hinein vcr- 
drangl werden kann. ohne daB die Koniaklsicherheii insge- 
sanil beeinirachligl wird. 

Das erfindungsgeniaBe Verbindungsinittel nach dem dril- 
ien Aspekl zur Durchfuhrung des geschildcrlen Verfahrens 
besiehi aus einer auf einer Tragerfolie belindlichen. nichtlei- 
lenden HeiB- oder Sehmelzkleberschiehl. welche im Be- 
reich he rzust el lender elektrischer Koniakte Abschnitte mil 
leitfahigen Parlikeln oder einer leitfahigen Schicht aufweisl. 

Diese Abschnitte konnen aus mil Lot paste oder Leitkle- 
ber verlulllcn Ausnehinungen oder Loclumgen beslehen. 

In einer Ausgcstaltung des Verbindungsmittels belinden 
sich die leitfahigen Abschnitte im Inneren einer HeiB- oder 
Sehmelzkleberschiehl. wobei diese bei der Montage mitt els 
Druck-Tenipcratur-Finwirkung verdrangl wird und erha- 



bene Koniaktllachen in Wirkvcrbindung mil der inneren 
leitfahigen Schichl bzw. den inneren leilfahigen Abschniticn 
trelen. 

GemaB dem drilten Aspekl der lirfindung gelingt es, ein 
5 Verfahren und ein Verbindungsniiuel zur Herstellung einer 
elektrischen und mechanischen Verbindung eines in einer 
Ausnehmung eines Karientragers einer Chipkarte eingeselz- 
ten Moduls anzugeben. wobei eincrseits auf bekannie HeiB- 
oder Schnielzkleber zuruckgegriffen werden kann und ande- 
K) rerseits sowohl qualitaliv hochwertige elekirische Kontakie 
bzw. elekirische Verbindungen realisiert werden konnen und 
die geforderte niechanische Fesiigkeil des Moduls im Kar- 
tenlrager gegeben isi, ohne daB im laufenden Belrieb nach- 
leilige Scher- oder sonsiige Krafte auf die Konlaktbereiche 
is cinwirken. 

Das erfindungsgeniaBe Verfahren gemaB dem dritten 
Aspekl isi insbesondere I'iir kontaktlose Chipkarten oder 
auch Kombikarien geeignel. bei welchen sowohl niecha- 
nisch kontaklierbare Kontakiflachen als auch induktive 

20 Komponenlen-vorhanden sind. Durch die Verwendung der 
eriindungsgeiuaB tnodilizierten HeiB- oder Schmelzkleber- 
folien konnen die Kosien bei der Kartenherstellung gesenkt 
werden, da es nicht mehr notwendig ist, auf kosteninlensive 
anisotrop leitende Klebsioffe zurQckzugreifen, die int iibri- 

25 gen zum Verkleben der Module mit dem Karienirager nur 
sehr bedingt geeignel sind. 

Durch das nur partielle elekirische Verbinden an, den je- 
weiligen elektrischen Kontaktierungsstellen verbleibt genti- 
gend Flache zur Ausfuhrung der st of fschlussigen Klcbever- 

.10 bindung. um das Modul sicher am Kartcntragcr zu befesli- 
gen. 

Unter Beriicksichtigung der erwahnten Probleme hin- 
sichtlich der Langzeitstabilitat des Karientragers. wenn die- 
se r Verwindungen und/oder Verspannungen ausgesetzt wird. 

35 besteht gemaB einem vierten Aspekt der Hrlindung ein vcr- 
fahrensseitiger Grundgedanke darin, daB der in die Karten- 
ausnehmung zu iniplanticrende Modul auf seiner liinsatz- 
seite oder seiner Randseile hin einen leilfahigen, isolierle 
Ahschnilie aufweisenden Versteifungsrahmen besitzt. Die- 

40 ser Versteifungsrahmen weist Konlaktlllichen auf, die beitn 
Finsetzen des Moduls mil in der Ausnehmung belindlichen 
Gegenkontaktllachen elektrisch in Wirkvcrbindung ireien. 

Beim Finseizen des Moduls mil Halbleiterchip und Ver- 
steifungsrahmen gemaB dent vierten Aspekt der lirfindung 

45 in die Ausnehmung des Karientragers erfolgt dies beispiels- 
weise tlurch Finpressen, wobei zusalzliche sloff- und/oder 
formschlussige Verbindungen realisierbar sind. Durch die 
Ausbildung des Moduls mil Versleifungsrahmen. der so- 
wohl niechanische als auch elektrische Funktionen erfullt, 

5o kann auf einfache 'lechnokigien der Verbindung von Modul 
mil dem Karientrager. namlich Finpressen oder cine Snap- 
In- Verbindung zuruckgegriffen werden. so daB sich insgc- 
sami die Produkiiviial crhohl. Der Versteifungsrahmen fiihri 
zu einer stabilen Ausbildung des Moduls. wodurch Verwin- 

55 dungen uml Spannungcn beim Bet rich der IC-Karie aufge- 
nommen werden konnen. ohne daB unerwiinschle Krafte auf 
den Halbleiterchip oder sonstige elekironische Bauelemenie 
gclangcn. 

lis liegl im Sinnc des vierten Aspckles der Frlindung. daB 
60 der Versteifungsrahmen beispielsweise zweiieilig ausgebil- 
del isi. so daB zwei elckirisch isolierle Koniaktllachen cnt- 
slehen, die mil enlsprechenden Gegenkonlaktllachcn. die 
beispielsweise mit einer rnduktionsschleife oder einer An- 
tenne. die im Karienirager angeordnet ist. in Verbindung ste- 
fi5 hen, zusammenwirken konnen. 

Die erfindungsgeniaBe Verbindungsanordnung nach dem 
vierien Aspekl zur Herstellung einer Chipkarte geht von 
dem auf der Finsatzseite des Moduls angeordneien leitfahi- 
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gen. voneinundcr isolierende Abschnitte aufweiscnden Ver- 
sieifungsrahiiien aus. welcher mil Anschlusscn des Halblei- 
terchip clckirisch verbunden ist. Dicsor Versieifungsrahiiien 
besitzi Koniakt lliichen. die bcispielsweise ini soil lichen 
Randbereich und/oder an dor Unterseite befindlich sind. so 5 
daB mil ganz unlersehiedliehen Gegenkontaktllachen in dor 
Ausnehmung des Karlentragers gearbciiet werden kann. 

Wie crwahnl, sind in der Ausnehmung des Karlentragers 
Gcgenkonlaktllachcn eingeforml. wobei beim Einsetzen des 
Moduls die Koniakt- und Gegenkontaktllachen in PrcBsitz 10 
zueinander gelangen und/oder slolVsehliissig oder forni- 
schliissig verbunden sind. 

Boi einer speziellen Ausfiihrungsform des Versieifungs- 
rahiuens gemaB dein vienen Aspekt der Erfindung isi dieser 
auBenrandseitig oder mit deni AuBenrand des Moduls ab- 15 
schlieBend angeordne! und weist eine im wesenl lichen qua- 
dratische oder recbteckige Aussehnittsfonii auf. 

Zuiu lirhall einer Snap-in- Verbindung zwischen Modul 
und Ausnehmung im Kartcntrager besitzi der Versieifungs- 
rahmen seidiche Vorspriinge oder Rasinasen. die mit an den :o 
Seiienwiinden der Ausnehmung beiindlichen Riickspriingen 
zusanimenwirken. 

Aitemaiiv konnen auch die Gegenkoniaklflachen in den 
Seiten Aachen der Ausnehmung Vorspriinge oder Rasinasen 
aufweisen oder derarlig ausgebildet sein. und mil entspre- 25 
chenden Ausnehmungen im Versieifungsrahiiien beini Ein- 
seizen oder Einpressen desselben in den Kartcntrager zu- 
sammenwirken. 

Wic dargclegt, kann erfindungsgemaB die Snap-In- Ver- 
bindung im Bereich der Koniakt- und Gegenkontaktfl Lichen 30 
ausgebildet sein, jedoch konnen audi andere Abschniitc des 
VersteifungsraJimens bzw. gegcnuberliegende Elaehen der 
Ausnehmung des Karlenlragers umfassen. so daB die ge- 
wunsehle Eestigkeil und Zuverlassigkeil der Verbindung 
zwischen Modul und Karte gcwahrleislet ist. 35 

In einer weiteren Ausfuhrungsforni geiuaB deni vierten 
Aspekt der lirfindung weist die Anordnung einen Versiei- 
fungsrahiiien aul". der integral mil einem Chiptrager ausge- 
bildet isi. wobei die voneinander isolierlen Kontakifiaehen 
des Vcrsleifungsrahmens mil jeweiligen Chipkonlakten oder 4<) 
Bondllaehen elektrisch verbunden sind. 

Bei dieser Ausfiihrungsform isi es nicht notwendig. einen 
separaien Versieifungsrahmen zu t'ertigen. sondern es kann 
vom Chiptrager und Versieifungsrahiiien der einzusetzende 
Modul gebikiet werden. welcher an seiner Unterseiie den -45 
durch Chip-Bondung befesiigien Halbleiterchip tragi. Bei 
der leiztgenannten Aust uhrungslorm kann daher aul" einen 
separaien Kunstsioff-Modul bzw. Verdrahlungstrager fur 
den Tlalbleiierchip verzichtet werden. Eine ggfs. noiwendig 
werdende elektrisch AuBcnisolation ist durch Auflaiiiinieren 50 
einer fsolaiionsschichl. zweckmiiBigerweise Liber die ge- 
sanilc I-lache der ( 'hipkarte moglich. 

GemaB deni vienen Aspekt der lirfindung gelingi es. ein 
Verfahren /.urn Herstellen einer (.'hipkarte bzw. cine Verhin- 
dungsanordnung fur ein derartigen Hersiellungsverfahren 55 
an/.ugehen. mil welchem bzw. mil welcher eine hohe Ver- 
wendungssteiligkeii der Karte insbesondere im Bereich der 
Ausnehmung zur Aufnahme eines Moduls. enthahend einen 
Tfalbleiterchip. erreicht wird. Durch den vorgesehenen Ver- 
stcifungsrahmen, der auch integral mil einem Chiptrager to 
ausgebildet sein kann. ist es moglich. den komplelten Modul 
in die Ausnehmung einzuprcssen und voneilhafie form- 
und/oder kraftschlussigc Verbindungen zum elektrischen 
und mechanischen Kontaktieren des Moduls im Karlenlra- 
gerzu nut/en. 65 

Sclbsiverslandlieh kann auch eine stolTschlussigc. insbe- 
sondere 1 .61 verbindung. ertblgen. indent Warnieenergie ge- 
ziell unter Nut/.ung des metallischen Vcrsleifungsrahmens 
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den Eot-Verbindungssiellen zugeluhrt wird. Letztendlich 
sind auch andere Verbindungsarten. wie das erwahnte HeiB- 
oder Sc hntelzkleben denkbar. 

lis liegt auch im Sinne der lirlindung. die genannten 
Aspekle untereinander zu kombinieren. 

Die gemaB deni ersten bis vierten Aspekt crlauterte lirfin- 
dung soil anhand von Ausfiilirimgsbeispielen sowie unter 
Zuhilfenahme von Fig. naher erlauiert werden. 

Mi or bei zeigen: 

Fig. 1 schematisierte Darstellungen von funf Verfahrens- 
schritten gemaB dent ersten Aspekt der lirfindung: 

Fig. 2 bis 4 drei verschiedene Ausfuhrungsfonnen der 
(.'hipkarte gemaB deni ersten Aspekt im schematischen 
Querschnilt; 

Fig. 5 schematise!! einen Querschnilt durch cine Chip- 
karte gemaB dem zweiten Aspekt der Erfindung im Bereich 
einer elektrisch leitenden Verbindungsslelle zwischen einer 
AnschluBstelle und einem Miltel zur kontaktlosen Daten- 
iibertragung: 

Fig. 6 eine schematische Skiz/.e zur Erlauierung des Ver- 
fahrens gemaB dem zweiten Aspekt der Erfindung. nanilich 
am Beispiel der ITerstellung der elektrisch leitenden Verbin- 
dung. die in Fig. 5 dargestellt isi; 

Fig. 7 einen Schnilt durch einen Hotmelt-KlebsiorTilm ge- 
maB dem dritten Aspekt der lirlindung; 

Fig. 8 eine Draufsicht auf einen praparierten Hot me It - 
Film gemaB dem dritten Aspekt der Erfindung; 

Fig. 9 einen Schnilt durch einen Hoimell-Film mit im tn- 
neren beiindlichen leitfahigen Partikeln gemaB dem dritten 
Aspekt der lirfindung; 

Fig. 10 eine prinzipielle Schnilt darstel lung der Einbau po- 
sition des Moduls in der Ausnehmung eines Karlentragers 
unter Verwendung des Verbindungsmittels gemaB einem 
Austuhrungsbeispiel nach dem dritten Aspekt der Erfin- 
dung; 

Fig. 1 1 eine perspeklivische Darsiellung einer Draufsicht 
auf einen Modul mil Halbleiterchip und Versieifungsrahiiien 
gemaB dem vienen Aspekt der Erfindung und 

Fig. 12 eine Schnilt darsiellung durch einen Modul liings 
der Linie A/A aus Fig, 11. wobei der Modul bereits in den 
Karlenlrager eingesetzt ist. 

Hinsichllich der nachfolgenden Beschreibung von Aus- 
fuhrungsbeispieien sei darauf hingewiesen. daB die in den 
Zeichnungen dargesielhen GroBenverhaltnisse nicht den tat- 
sachlichen Gegebenheiten enlsprechen. insbesondere sind 
die Schichldicken der leitenden Schichten gegenCiber den 
KunsistolVschicluen erheblich kleiner oder niedriger. 

In Fig. 1 ist eine Aniennenschichi 10 im Querschnilt ge- 
zeigi.die aus einem Trager 11 mit einer daraulliegenden Be- 
schiehlung 12 bestehl. Die Schichtdicke des Triigers kann 
ct wa 200 um. die Beschichtung 12 elwa 35 urn (Kupler) be- 
tragen. 

Tn einem ersten Verfahrens schritt wird in an sich hekann- 
ler Weise durch seiekiivcs Atzen ein Leiterbahnenniuster 
gcbildet. das gemaB Fig. lb Aniennenhahncn 13. 14. 15 (an 
sich isi des nur eine einzige. in Fig. lb aber mehrmals ge- 
schniltene Bahn) sowie Chipkoniakie 20. 21 umfaBl. 

In einem nachsten Sehriu, dessen Lirgebnis in Fig. lc ge- 
zeigi isi. werden auf den Chipkonlakten 20. 21 Verdickun- 
gen 16. 17 geschalVen. die in dieser A usl uhrungslorm der 
lirlindung als Loiauflrag gebildef sind. Diese Verdick/.un- 
gen konnen etwa 100 bis 200 pm dick sein. sie sollen jedoch 
in jedeni Fall so dick sein. daB die beim nachfolgenden Ab- 
friisen auftreienden unvenneidlichen Toleranzen in jedeni 
Fall sicher aufgefangen werden konnen. 

[n einem nachsten Sehriu. dessen Ergebnis in Fig. Id ge- 
zeigt ist. wird auf die in Fig. legezeigte Gesatnlanordnung. 
also die Aniennenschichi 10 samt den Verdiekungen 16 und 
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17 cine oho re Deckschicht IS und cine unto re Deckschicht 
19 so auflaminiert. daB die Antennenschichi (geniaB Fig. 1c) 
vollstandig oingosch lessen isl. 

In einem nachsien Schrilt, desson Lndergebnis in Fig. le 
gezeigi isl, wird in an sich hekannler Wei so eine Ausnch- 
mung24 in den Kartenkorper nach Fig. Id gefrasi. Die Fra- 
sung ist hierbei dcrari lief. daB in dem Bereieh, in welcheiu 
der Trager des Chips (hier noeli nicht ge/eigl) s pater zu lie- 
gen koninil. die Verdickungen 16 und 17 mit angefrast bzw. 
abgot'rasi werden, so daB sio in einor Bodenflache dor Vertie- 
tiing 24 freiliegende '/ugangsilaehen 22, 23 bitden. 

In einem nUchslen Schrilt, dessen Fndergebnis fiir drei 
Alternaiiven in den Fig. 2 bis 4 gezeigi isl. wird dann cin 
Chip mil Trager 25 eingesol/.t. Dieser umfaBi cin IC 26 so- 
wie einen Trager aus einem Tragenuaterial 30 mit AuBen- 
kontaklen 33. 34 und innenliegenden Antennenkoniakten 
31. 32. wobei die AnschluBkontaktc (nichi gezeigi) des IC 
26 iiher AnschluBdrahle 28. 29 zu den AuBenkontakten 33. 
34 go t'Lih rt sind. Der IC 26 isl mitsanit Teilen seines Tragers 
mit l els einer VerguBmasse 27 abgedeckl. 

Beim Finsetzen des Chips mil Trager 25 in die Ausneh- 
mung 24 der Karte wird die Anordnung mittels Schmelzkle- 
ber in der Offnung lixien. Dann wird ein Lotwcrkzeug auf 
die Antennenkonlakte 31. 32 aufgesetzt, so daB das in ihnen 
enlhaltene Loi schnulzi und audi die darunlerliegenden Ver- 
dickungen 16. 17, wok he aus Lot material gebildet sind. mil 
ansehmelzcn. Dadureh wird eine durchgehende Verlotung 
zwischen den Chipkontaklen 20, 21 und den AuBenkontak- 
ten 33, 34 und liber die AnschluBdrahle 28, 29 zum IC 26 
geschaffen, Nach dein Loten kann eine weitere endgultige 
Fixierung durch Aufwarmen des Schmelzklcbers gesche- 
hen. 

Die in Fig. 3 gezeigte Ausfuhrungsform der Erhndung 
unterscheidet sich von der nach Fig. 2 dadureh, daB die An- 
tennenkoniakle 31. 32 als Melallisierungsschiehten ausge- 
hildet sind, die auf dem Tragermalerial 30 auf der das IC 26 
iragenden Flache ausgebildet sind. Bei dieser Ausfuhrungs- 
form der Frfindung sind Bohrungen 35, 36 ini Tragermaie- 
rial 30 vorgesehen, so daB die Verdickungen 16, 17 bzw. der 
dort vorgesehene Lolauflrag von auBen t'rei zugiinglich ist. 
Man kann in diesem Fall durch die Bohrungen 35, 36 einen 
Lasers l rah I zur Frwarmung auf den Lolauflrag 16 bzw. 17 
richien. um so eine Lotverbindung zwischen den Chipkon- 
taklen 20, 21 und den Antennenkonlakien 31. 32 herzuslel- 
len. 

Die in Fig. 4 gezeigle Varianle unierscheidet sich von der 
nach Fig. 3 dadureh. daB die Bohrungen 35, 36 nichi durch 
die Anlennenkoniakie 31. 32 b/.w. die sic bildenden Schich- 
len hindurch gefiihri sind. sondern auf deren Riickseite en- 
den. Dadureh isl es aber imnier noch moglich. die Anlen- 
nenkoniakie 31. 32 durch aufgeseizle Werkzeuge oder aber 
durch W-irmesirahlung ( IR-Laser) zu erwarmen. so daB eine 
Loiverhindung zwischen den Antennenkonlakien 31. 32 und 
don Chipkoniaklen 20. 21 aufgebaui wird. 

Aus obiger Beschreibung go hi hervor. daB audi me lucre 
Merkmale. die in den Ausfuhrungsformen der Fig. 2 bis 4 
gezeigi sind. luiteinandor kombiniert werden konnen. Insbe- 
sondere ist die Verwendung von beidseitig besehichleten 
Tragermaierialien 30 moglich. lis isl auch moglich. selhsl- 
tragende Melallkontaklcinrichtungen als Chiptriiger 25 zu 
verwenden. wie sic an sich bekanni sind. 

Fig. 5 zeigi einen Querschnin durch eine Chipkarte 1 itn 
liereieh einer elektrisch leiienden Verbindungsstelle zwi- 
schen einer AnschluBstelle 2 und einem Mitiel 3 zur kon- 
taktlosen Daieniibenragung. hier einer Induktionsspule. Die 
rnduklionsspule 3 ist in den Kartentriiger 5. der ublicher- 
weise aus KunsistotT. z. B. Polycarbonat, besteht. integrieri. 
Im Bereieh der Vorbindungsslelle isl ein Abschniii der 



Spule. bei spiels weise durch Frasen der Kartentrageroberlla- 
che. freigelegt. Die eine der beiden in Fig. 5 gezeiglon An- 
schluBsiellen 2 der Karte zur Spule 3 isl als Met all si rei fen 
auf dem Trager 6 des Moduls, z. B. einer Kunslstoffolie. 
5 ausgebildel und befindel sich auBerhalb des Bereichs des 
Tragers in dem der Halbleiterchip angeordnet ist. Die elek- 
irisch leitende Verbindung wird zwischen AnschluBstelle 2 
und Induktionsspule 3 mittels Loien in der Klebersehichl 4 
selekliv eingebrachter Lolkugeln 8 hergesielh. Im gezeiglon 
10 Fall wird dor Klebsioff im Bereieh der gosamlen OherHache 
des Moduls aufgetragen. wobei zwischen Induktionsspule 3 
und AnschluBsielle 2 die selekliv im Klebstoff beiindlichen 
lei I- und lot fah igen Partikel zum Liegen kommen. 

Wie erwahnt, wird als bevorzugter Klebsioff ein TTeiB- 
15 oder Schntelzklebstoff verwendei. Bei Verwendung derarii- 
ger Klebsioffe kann die Verbindung voni Modul mit Kunsl- 
stofftrager 6 und AnschluBsielle 2 zu dem Kartenkorper 5 
bei gleichzeiiiger Hersiellung der Lotverbindung miuels 
Lolkugeln 8 zwischen AnschluBstelle 2 und Induktionsspule 
20 3 unler Verwendung des weitverbreiteten Hoi melt- Verfah- 
rens erfolgen, wofLir ein universoller Heiz- und Druckstem- 
pel 9 einselzbar ist. 

Dies isl se he mat i sell in Fig. 6 verdeutliehl, wo ein Quer- 
schnin durch die Chipkarte gemaB Fig. 5 vor Verbindung 
25 von Modul und Karicnkorpor 5 gezeigi ist. 

Der im Bereieh der Ka vital fur den Modul mil Klebsioff 
beschichtete Kartenkorper 5 mil iniegrierler Induktions- 
spule 3 wird in passender Lage auf den Modul mit Trager 6 
und AnschluBstelle 2 aufgesetzt. Nun wird mil Hilfe des 
M) Hciz- und Druckslempels"9 Druck und Warme zu gefiihri. 
Dadureh erweieht die Klebeschicht 4. und Modul und Kar- 
icnkorpor 5 werden so weit zusammengedruckt, bis Spule 3. 
elektrisch leitende Partikel 8 und AnschluBstelle 2 sich be- 
riihren und so eine Lotverbindung zusiandekomnit. Gleioh- 
35 zeilig entstehi eine Klebe verbindung zwischen Oberflache 
der Kartenkorpcrkavitat und dem Modul. AnschlieBend laBt 
man den Klebsioff durch Hrkalten ausharten. 

Auf die beschriebene Weise konnen die Verklebung von 
Modul und Kartenkorper und die Herstellung elektrisch lei- 
40 tender Verbindungen zum konlaktlosen Daienubertragungs- 
svsiem in einem Schrilt unter Verwendung bekannier Ver- 
fahron erfolgen. 

Der in Fig. 7 gezeigte Schnill durch einen Hotmell-Film 
weist eine Tragcrfolie 41 auf, die mil einem HeiB- oder 
45 Schnielzkleber 42 besehiehtel ist. Die Schichldicke liegt im 
Bereieh zwischen 20 und 80 um. wobei je nach Kartenmaie- 
rial wie ABS. PVC. PC odor PFT verschiedene Kleber zum 
Hinsaiz kommen. 

Der in Fig. 8 gezeigle prLiparierie HeiB- oder Schmelzkle- 
5o ber weisi Lochungen 43 fur die Aufnahme des Chips sovvie 
jeweils seiilich angeordnele Abschnilte 44 auf, die aus einer 
leitfahigen Schicht oder aus leitfahigen Partikeln 416 besle- 
hen bzw. diese enthahen. 

Diese Abschniiie 44 konnen beispielsweise Lochungen 
55 oder Ausnehmungon sein, die mil LiM paste verfulll wurden. 
Wie anhand der Fig. 8 erkennbar, isl der auf einer 'Tragerfo- 
lio 41 belindliehe HeiB- oder Schnielzkleber 42 konfeklio- 
nierl. Auf diesen blisierarligen Foliensireifen kann das mit 
einem Chip 411 versehene Modul 410 (Fig. 10) befestigl 
ft) werden. um dann in einem nachsten Arbeilsgang das derail 
mil Tragerfoiie 41 und HeiB- oder Schnielzkleber 42 verse- 
hene Modul 410 hin zur Ausnehntung 412 eines Kartenira- 
gers 413 zu posit ionieren (Fig. 10). 

Bei einem weileren Ausfuhrungsbeispiel wurden Lotku- 
65 go In mil einem Durch me sser von 25 um auf die HeiB- oder 
Schmelzkleberschichl selekliv aufgebraeht. so daB in einem 
nachfolgenden Druck-Teniperaiur-ProzeB sowohl eine Lot- 
verbindung zwischen den sich gegenuberliegenden Kon- 
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takiflachen unler Ruckgriff auf die Lotkugel als aueh die 
Klehe verbindung /.wise hen Modul und Karien tracer reali- 
siert werden kann. 

Bei deni in der Fig. 9 gezeigien HeiB- oder Schnieizkle- 
ber 42 weisi diesereine iiu [nnern befindliche Schichi 45 aus 
leitfahigen Pariikeln auf. In deiu Falle, wenn die Konhgura- 
tion naeh Fig. 9 verwendet wird. sind erhaben ausgebildele 
Kontakt flaehen am Modul bzw. aru Karien triiger in der 
Lage. beirn Druck-Tcnipcraiur-Bchandlungsschriii den in 
den halbfliissigen Zustand uhergehenden HeiB- oder 
Schnieizkleber zu verdrangen. um so in Wirkverbindung niit 
den leiitahigen Part ike In der inneren Schieht zu tret en, wo- 
dureh sioh die gewiinschte Kontaktierung ausbildei. 

Mil Hilfe der Fig. 10. die eine prinzipielle Schnittdarslei- 



14 



to 



Auf dem Chiptrager 51 ist ein zweiieiliger Versieifungs- 
rahnicn 53 angeordnet. der isolierte Absehnitte 54 aufweisi. 
Die beiden Teile des Versteifungsrahmens 53 bifden jeweils 
Kontakiilachen; beini gezeigten Beispiel gemaB Fig. 1 1 und 
12 in eineni Seitenbereich 55 belindlich. 

Die Seilenbereiehe 55. aber aueh die iibrigen Seiienlla- 
ehen des Versteirungsrahtuens 53 konnen Mitlel zum lirzie- 
len einer Snap-In- Verbindung beirn liinsetzen des Moduls in 
einer Ausnehniung eines Karieniragers (Fig. 12) aufweisen. 

Bei eineni Aust uhrungsbeispiel is! der Chiptrager 51 mil 
dem Versieifungsrahinen 53 als cinsliickiges Tcil geferiigt. 
Alternativ konnen jedoeh die Teile oder Absehnitte des Ver- 
slcifungsrahinens 53 auf dem Chiptrager 51 unter Frhall der 
gewiinschlen elektrischen und niechanischen Verbindung 



lung dureh einen Karientrager 413 zeigt. welehereine Aus- 15 durch Loicn oder dergleichen antieordnel werden. Die zur 

nehmung 412 aufweist. soil nun das Verfahren zur Verbin- liinsatzseile zeigenden Flaehen 56 des Versieifunasrahmens 

dungsherstellung erlauterl werden. 53 konnen oberfiaehenseiiig mil eineni Kleneiiiiuel. insbc- 

Der nut der praparierten HeiB- oder Schnieizkleber- sondere HeiBklebemittcl versehen sein. so daB eine sichere 

schieht 42 versehene Modul 410. weleher cinen Chip 411 mechanische Verbindunti des Moduls erreiehi wird. ohne 

umtaBi. wird z. B. imttels eincs geeigneten Werkzeuges in 20 daB von den Kontakt- und Ge»enkoniakltlaehen 55; 513 zu 



die Ausnehniung 412 positionien. 

Kontakt Hachen 414. die niit einer Induktionsspulc zur 
koniaktlosen Dalenubenuilllung in Verbindung stehen. be- 
finden sich aut* der inneren Oberllachenseile der Ausneh- 
niung 412. Durch Ausiibung einer Druckkraft in Pfeilrich- 
tung sowie durch Tenipcratureinwirkung erwarnit sich der 
HeiB- oder Schnieizkleber in der Schieht 42. Gleichzeitig 
steilen die leiitahigen Parti kel 416. die sich in den Abschnil" 
ten 44 bzw. in der Schieht 55 berinden. eine eleklrische Ver- 



yroBe Kraft e aufgenonmien werden intissen. 

Mit Hilfe der Fig. 12 sei das liinsetzen des Moduls niit 
Versieifungsrahinen naher erlaulert. 

Fine TC-Karie 510 weist eine Ausnehniung 511 auf, die 
25 beispielsweise durch Frascn hergestellt sein kann. [in Inne- 
ren der tC-Kane 510 berinden sich Leiterbahnen 512, die 
z. B. Teile eines induktiven Hleiuentes zum drahlloscn In- 
fonnationsausiausch sein konnen. Diese Leiterbahnen 512 



— - reiehen bis zur Ausnehniung 511 hin und besitzen eine Gc- 

bindung zwischen den Kontaktflaehen 414 und den gegen- M gcnkontaklllache 513. Diese Geecnkoniaktflache 513 bildct 

uberhegenden KonlaktHachen 415 des Moduls her. Mit deni beint liinsetzen des Moduls 514 in die Ausnehmuna 511 der 

Frkaltcn und Ausharten des Klebers ergibl sich sowohl eine IC-Karte 510 mil deni Versteitunnsrahinen 53 bzw. den je- 

sichere mechanische Verbindung des Moduls 410 in der weiligen Seiienbereichen 55 einen~Konlaki aus. 

Ausnehniung 412 des Kartentragers 413 als aueh eine ent- wfe bereits zur Fig. 1 1 erlauieri. konnen die Seitenberei- 

sprcehende elektrische Verbindung zwischen den Kontakt- che 55 des Versteifungsrahmens 53 mit Raslnasen oder Vor- 



Hachen 414 und 415. In deni Falle. wenn beispielsweise Lot- 
paste in Ausnehmungen oder Lochungen des HeiB- otter 
Schnielzklebers 41 eingebracht wird. dicnl diese zur Reali- 
sierung der elektrischen Verbindung zwischen den sich ge- 
genuberliegenden Kontakt Hachen 414 und 415. 

In eineni weiieren Ausfiihrungsbeispiel kann bei Verwen- 
dung einer Lotkugel iiu Kleberlilni wahrend oder nach des 
Druck-Temperaiur-Finwirkschrities zusalzlich lokal Warme 
im Bereich der KonlaktHachen 414 und/oder 415 zur Fin- 



sprungen versehen sein. die mit den enisprechenden Aus- 
nehnmngen im Bereich der Seitenllachen der Ausnehniung 
511 in der IC-Karle 510 zusanimenwirkt. Hier ist aueh ein 
umgekehries Prinzip denkbar, d. h. es werden Vorspriinge 
40 und Rastnasen in der IC-Karte 510 ausgebildel. die niit Nu- 
ten. Rillen oder Ruekspriingen iiu Versieifungsrahinen 53 
des Moduls 514 zusaninienwirken. 

In dem Falle. wenn vor dem liinsetzen des Moduls 514 
der Seitenbereich 55 zumindest im Ahschnitt der Konlakt- 



wirkung gebraehi werden. so daB der gewiinschte Lolpro/eB 45 flaehen mit einem Loiiniitel versehen wird. oder Lot- bzw. 



vollzogen wird 

Aus den voranstehend geschilderlen Ausfuhrungsbeispie- 
len wird deuilich, daB die leiitahigen Partikel oder die leitla- 
hige Schichi sowohl im [nnern der IleiBklebefolie belindlich 
sein kann. als aueh oberfiaehenseiiig aufbringbar isi. Fin Fi- 
xieren einer oberllachenseilig aufgebrachten Schieht oder 
von oberllachenseilig angeordnelen Partikeln kann durch 
kurz/.eiiige Warnicbehandlung erfolgen. wodurch die eni- 
sprechenden Partikel am Kleber anhal'ten. l 'tir die Warntc- 
behandlung kann beispielsweise auf eine beheizie Walze, 
die iiber die Folic gefuhrl wird. zuriickgeg rillen werden. 
wobei die Walze aueh gleichzeitig zum Auftragen der leiita- 
higen Partikel nutzbar ist. 

Bei dem in der Fig. 1 1 gezeiglen Modul umfaBt dieser ei- 



nen Chiptrager 51 sowie einen auf dem Chiptrager 51 durch G» 5 Karien krM pcr 



FkiBmittel auf die Gegenkonlaklllachen 513 atifgebracht 
wird. kann nach dem liindriicken oder liinpressen des Mo- 
duls 514 in die Ausnehniung 511 der IC-Karle 510 zusalz- 
lich gezielt durch LotsieiiipelAVarinc auf den Versteifungs- 
5<t rahmen 53 uulgebraclit werden. so daB im Bereich der Ver- 
bindung zwischen Koniaktilachen 55 und Gegenkontaktlla- 
chen 513 cine Lining moglich wird. 

I ?e zug sze iche n I is t e 

1 Chipkurie 

2 AnsehluBsielle 

3 Miliel /.ur k>Mii:iki losen DaientiherlraiiLini; 

4 Klebschichi 



Bondung befesiigten Halbleiterehip 52. Der Chiptrager 51 
kann voneinander isolierte bzw. strukturiene Bereiche um- 
fasscn. die mit entsprechenden Kontakiilachen des Halblei- 
terehips 52elektrisch verbunden sind. Diese eleklrische Ver- 
bindung kann durch Drahtbonden erzielt werden, jedoeh be- 65 
sic hi aueh die Moghchkeit. den Halbleiterehip 52 durch 
Ruckseitcnkontakie unmiltelbar mil dem Chiplriiger 51 
eleklrisch zu verbinden. 



6 Kunsisiolfmigcr 
S Lolkugeln 

9 He iz-D ruck si em pel 

10 Antennenscliichi 

11 Trager 

12 Beschicluung 

13 Aniennenbahn 

14 Aniennenbahn 



15 

15 Antennenbahn 

16 Lot au ft rag 

17 Loiauftrag 

18 one re Deckschichi 

19 unlere Dcckschichi 

20 Chipkonlakt 

21 Chipkonlakt 

22 r /ugangsllache 

23 /ugangsilaehe 

24 Ausnchmung 

25 (.'hip mil Tragcr 

26 IC 

27 VerguBmasse 

28 AnschluBdrahl 

29 AnschluBdrahl 

30 Tragermaierial 

31 Antenncnkonlaki 

32 Anicnncnkoniakt 

33 AuBenkonlakt 

34 AuBenkontakl 

35 Bohrung 

36 Bohrung 

41 Tragcr folic 

42 HeiB- odcr Schmelzklebcr 

43 Loehung fur Chip 

44 Abschnittc 

45 inncrc Schicht 

410 Modul 

411 Chip 

412 Ausnchmung 

413 Kartenlrager 

414 Kontaktllachen Kartenlrager 

415 Kontaktfl Lichen Modul 

416 leitfahige Part ike I 

51 Chiptrager 

52 Halblciicrchip 

53 Vcrstcifungsrahmcn 

54 isolicrlc Abschnittc 

55 Sciicnbcrcich. Koniaktflachen 

56 Hachen 

510 IC-Karie 

511 Ausnchmung 

512 Leiterbahnen 

513 Gegen kontaktllachen 

514 Modul 
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10 



15 



20 



25 



JO 



35 



40 



45 



Patent ansprtic he 

1. Chipkarte. uinfassend 

einen Kartcnkorper. cine aus diesem herausgearbciicic 
Ausnchmung (24). einen Chip (25) mil Anicnnenkon- 
laktcn (31, 32) zuiu AnschluB cincr Antennc. cine An- 
icnncnscliicht (II. 12) mil Anienneneinrichtungcn. ins- 
besondere cincr Spulc im Karienkorper. wclchc Chip- 
kontakte (20. 21) /.um AnschticBcn des Chips (25) aul- 
wcisl, wobei die Chipkoniakte (20. 21) vcrdickie Ab- 
schnittc (16. 17) aufweisen, die im Kartcnkorper einge- 
beltet und mindcsiens abschniiisweise bcini Herausar- 
beiien b/.w. Herausfriisen der Ausnchmung (24) uhge- 
tragen sind und wobei die Antennenkontaklc (31. 32) 
mil den Chipkoniakien (20, 21) leitend verbunden sind. 

2. Chipkarte nach Anspruch 1. dadurch gekennxeich- 
nel. daB die verdickten Abschnittc (16. 17) aus (Weieh- 
) Loi bestehen. 

3. Chipkarte nach cincm der vorhergehenden Ansprii- 65 
che. dadurch gekennzeichnel, daB die Anlennenkon- 
lakle (31, 32)^mit den Chipkoniakien (20. 21) durch 
Lolen verbunden sind. 



5o 



55 



Go 



4. Chipkarte nach eineni der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekenn/.eichnet. daB der Chip (25) auf 
seiner der Antennenschicht (11, 12) abgewandien Seile 
zusatzliehe Koniakte (33, 34) /.um direklen Ansch lie- 
Ben aufweist. 

5. Chipkarte nach cincm der vorhergehenden Ansprii- 
che. dadurch gekenn/.eichnet. daB der Kartcnkorper 
mindcsiens zwei Deckschichien (18. 19) umfaBl. /.wi- 
schen denen die Antennenschichi (11. 12) einlaminiert 
ist. 

6. Chipkarte nach cincm der vorhergehenden Ansprii- 
chc, dadurch gekenn/.eichnei, daB der Chip (25) einen 
Tragcr (30) mil kartenauBenseitigen Konlakl 11 lichen 
(33, 34) uinfaBt, und daB die Antennenkontaklc (31. 
32) von Durchkontaklierungsabschnillen gebildet sind. 
weiche den Tragcr (30) durchqucrcn. 

7. Chipkarte nach cincm der Anspriiehe 1-5. dadurch 
gekenn/.eichnei, daB der Chip (25) einen Tragcr (30) 
mil karieninnenseitigen Kontaktllachen (31. 32) um- 
faBt. 

8. Chipkarte nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
nel, daB die Antennenkontaklc (31. 32) direkt odcr iiber 
Offnungen (35, 36) von auBcn zuganglich, insbeson- 
dere erwiirmbar sind. 

9. Chipkarte nach cincm der Anspriiehe 1-5. dadurch 
gekennzeichnet, daB der Chip (25) einen beidseilig be- 
schichieten Tragcr umfaBl. 

10. Chipkarle nach eineni der Anspriiehe 6. 7^ odcr 9. 
dadurch gekenn/eichnet, daB der Tragcr (30).und/oder 
die auf ihtn angebrachten Kontaktllachen (33. 34) im 
Bercich der Chipkontakle (20. 21) Offnungen % (35. 36) 
aufweisen. > 

11. Verfahrcn zum Hcrstellen einer Chipkarte. uinfas- 
send die Schriile 

a) auf einer Antennenschicht wird eine^ Antennc 
mil Chipkoniakien zum AnschluB cincs Chips ge- 
bildet: 

b) auf den Chipkontaktcn werden verdickte Ab- 
schnittc gebildet: 

c) ein Kartcnkorper wird derart gebildet, daB die 
Anienncnschicht und die Chipkontakle ein- 
schlieBlich der verdickten Abschnitle vollsiiindig 
von Karl en 1 1 tale rial bedeck t sind: 

d) cine Ausnchmung wird im Kartcnkorper derart 
gebildet. daB die verdickten Abschnittc mindc- 
siens icilwcise abgeiragen und dadurch freigelegt 
werden: 

e) ein Chip, umfassend einen Tragcr mil Anicn- 
ncnkoniakt en wird die Ausnchmung cingesei/.t: 

f) die Antennenkontakte werden mil den Chip- 
koniakien elektrisch leitend verbunden. 

12. Verfahrcn nach Anspruch 11. dadurch gekenn- 
xeichnei. daB der Schrilt a) einen At/.vorgang umfaBl. 

13. Verfahrcn nach Anspruch II. dadurch gekenn- 
/cichnei. daB im Schrilt bj Material in cincm elektro- 
chcniischcn Vorgang aufgeiragcn wird. 

14. Verfahrcn nach Anspruch 11. dadurch gckenn- 
zcichncl. daB im Schrilt b) Material durch einen L6i- 
vorgang aufgeiragen wird. 

15. Verfahrcn nach Anspruch 11. dadurch gckenn- 
zeichnei. daB- der Schritl c) einen Laminierungs vor- 
gang umfaBl. 

K). Verfahrcn nach Anspruch 15. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB im Schrilt c) die Antennenschicht zwi- 
schen mindestens zwei Deckschichien einlaminiert 
wird. 

17. Verfahrcn nach Anspruch 11. dadurch gekenn- 
zeichnei. daB im Schriii d) die Ausnchmung durch V'ra- 
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sen gebildet wird. 

IS. Verfahrcn nach Anspruch 11. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB iiii Schrilt c) der Chip mil Trager in dcr 
Ausnehmung festgekiebl wird. 

19. Verfahrcn nach Anspruch IS. dadurch gekenn- 5 
zeichnet. daB dcr (.'hip mil Tracer mittels Schmelzkle- 
hcr in dcr Ausnehmung festgekiebl wird. 

20. Verfahrcn nach Anspruch 1 1 . dadurch gekenn- 
zeichnet. daB ini Schritl f) die Anicnncnkontakic mil 
den Chipkontakten verloiei werden. io 

21. Verfahrcn nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB boini Verlolen Wanne miilels cines von 
auBen aufgesetzien Werkzeuges zugefuhri wird. 

22. Verfahrcn nach Anspruch 20. dadurch gekenn- 
zcichnel. daB beim Verlolen Wanne durch Strahlung. 15 
insbesonderc cincn [R- Laser zugefuhri wird. 

23. Verfahrcn nach Anspruch 20. dadurch gekenn- 
zeichnei, daLl bcini Verlolen Wanne durch mechani- 
schc Bcwegung. insbesonderc Ultraschallschwingun- 
gen zugefuhri wird. " 20 

24. Chipkane (1) fur die konlakilose und/oder kon- 
lakibehafiele Daieniibertragung, welche eincn Modul 
mil Halbleiierchip. einen Konlakt korper sowic An- 
schluBstellen (2) und wenigstens ein Mine! (3) fur die 
konlakilose Datenubertragung umfaBl. dadurch ge- 25 
kennzeichnef. daB die elektrisch leitende Verbindung 
zwischen AnschluBsiellcn (2) und deni Miliel (3) fUr 
die konlakilose Dai en Libert rag ung mine Is Ldten herge- 
siellt isl. 

25. Chipkane nach Anspruch 24. dadurch gekenn- 30 
zeichnei. daB das Miliel (3) fur die kontakllose^Dalen- 
uberiragung cine Induktionsspule isl. 

26. Chipkane nach cineni dcr Anspruche 24 oder 25. 
dadurch gekennzeichnei, daB das Mine! (3) fur die kon- 
lakilose Daienuberiragung tin Bereich des Kartenkor- :*5 
pers (5) angeordnet. bcispielsweise auf diesen aufge- 
druckt oder aufgeklebl oder in diesen inlegriert isl. 

27. Chipkane nach cineni dcr Anspruche 24 bis 26. 
dadurch gekennzeichnei. daB die AnschluBsiellcn (2) 
erhaben auf einer Oberllache cines Tragers (6). wclcher 40 
den Halbleiierchip und die Koniaklllachen ftir die kon- 
lakihehafiete DaienLiberiragung tragi, angeordnet sind. 

28. Chipkane nach Anspruch 27. dadurch gekenn- 
zeichnei. daB die AnschluBsiellcn (2) auf der Oberlla- 
che des Tragers (6) angeordnet sind. welche den Halb- 45 
leiterchip tragi. 

29. Chipkane nach Anspruch 27 oder 28. dadurch ge- 
kennzeichnei. daB die AnschluBsiellcn (2) aus Met*all 
best c hen. 

30. Chipkane nach cineni der Anspruche 27 his 29, 50 
dadurch gekennzeichnei, daB die AnschluBsiellcn (2) 1 
bis 20 um Liber die Oberlliichc des Tragers (6) vorste- 
hen. 

31. Chipkane nach einem der Anspruche 24 bis 30. 
dadurch gekennzeichnei. daB fur die Verbindung ein 55 
HeiB- oder SchntelzklebsiolV (4). insbesonderc ein 
KlebslotV auf Phenolharz-Basis eingeselzl isl. welchem 
im Bereich der AnsehluBsielle (2) elcklrisch leit- und 
lolfahigc Partikel (8) beigemengt sind oder diese auf 
die Klebstoffschichl aufgebracht sind. (m 

32. Verfahrcn zuiu Herstellen einer Chipkarte nach ci- 
neni dcr Anspruche 24 bis 3 1 , dadurch gekennzeichnei. 
daB ein KlebslotV (4) im wescnilichen ini Bereich der 
gesamicn Oberflache des Chipkartenmoduls. der in den 
Kartcnkdrper (5). welche das Miliel (3) fur die konlakt- 65 
lose Daienuberiragung tragi, iniplantien werden soli, 
aufgetragen wird. wobei teil- und lolfahigc Parlikel (8). 
die selekliv im KlebslotV (4) ein- oder aufgebracht sind. 
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im Bereich der AnschluBsiellcn (2) posilionieri wer- 
den. 

33. Verfahrcn nach Anspruch 32. dadurch gekenn- 
zeichnei. die Verbindung von AnschluBsiellcn (2) und 
Miliel (3) fur die konlakilose Daieniibertragung sowic 
von Kartcnkdrper (5) und Trager (6). wclcher einen 
Halbleiierchip und Kontaklllachen fur die konlakt be- 
haftete Daieniibertragung tragi, durch einen einzigen 
gemcinsamen Druck-Teiuperalur-Hinwirkungsschrill 
crfolgi. 

34. Verfahrcn zur Hersleltung einer elekirischcn und 
mechanischen Verbindung eines in einer Ausnehmung 
cines Karientragers einer Chipkane eingesetzten Mo- 
duls unier Verwendung cines fleiB- oder Schmelzkle- 
bers. 

dadurch gekennzeichnei, daB 

- die auf einem folienartigen Trager befindliche. 
niehi leitende HeiB- oder Schmelzkleberschicht 
im Bereich auszubildender eiektrischer Konlakie 
zwischen Modul und Kartentrager mil einer zu- 
satzliehen leitfahigen Schiehi oder leitfahigen 
Pariikeln versehen ist, 

- anschlieBend die so vorberciiete HeiB- oder 
Schmelzkleberschicht am Modul oder in der Aus- 
nehmung des Karientragers rixiert wird, wobei die 
nut der zusatzlichen leitfahigen Schicht oder den 
leitfahigen Partikeln versehenen Abschnilte sich 
zwischen den Kontaklllachen des Moduls und der 
Ausnehmung des Karientragers berindet und 

- weiterhin in einem einzigen D ruck-Ten i per a- 
lur-Binwirkungsschritt sowohl die niechanische 
Verbindung zwischen Modul und Kartcnlrager als 
auch die elekirisehe Konlakt ierung realisiert wird. 

35. Verfahrcn nach Anspruch 34. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB je nach gegebenem Material des Karien- 
tragers und des Moduls geeignele HeiB- oder Schmelz- 
kleber ausgewahll und diese hinsichilich ihrer Schichl- 
dicke und Auswahl dcr leitfahigen Partikel fur den je- 
weiligen Viinsalzfall individuell priipariert werden. 

36. Verfahrcn nach Anspruch 34 oder 35, dadurch ge- 
kennzeichnei, daB die leitfahigen Partikel oder die leit- 
fahige Schicht miltels Dispenser. Walze oder Stempel 
loka!. gcgebenenfails miltels einer Maskc aufgebrachl 
werden. wobei durch gleichzeiiige oder anschhcBcnde 
kur/.zeitige Warniebchandlung die Partikel oder die 
Schichlbesiandteile mil dcr Kleberschiclit haftend ver- 
bunden werden. 

37. Verfahrcn nach einem der vorhergchenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnei. daB als leit fall ige 
Panikcl Lolkugeln cingesctzi werden. 

38. Verfahrcn nach einem der vorhergchenden An- 
sprtiehe. dadurch gekennzeichnei. daB in die HeiB- 
oder Schmelzkleberschichi Ausnehniungen oder Lo- 
chungen eingcbrachl werden. welche mil leittahigen 
Pariikeln vcrfulll sind. 

39. Verfahrcn nach Anspruch 38. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB als leittahige Partikel Lot paste eingeselzl 
wird. 

40. Vcrbindungsmiiiel zur DurchfLihrung des Verfah- 
rens nach einem der Anspruche 34 bis 39, gekenn- 
zeichnei durch ein auf einer Trager folic (41) belindli- 
chc nichl leitende HeiB- oder Schmelzkleberschichi 
(42). welche im Bereich herzustellender eiektrischer 
Kontakie Abschnitie (44) mil leittahigen Pariikeln 
(416) oder cine leittahige Schicht aufweist. 

41. Verbindungsmitiel nach Anspruch 40, dadurch ge- 
kennzeichnei, daB die Abschnilte (44) aus mi! Lot paste 
cxler HeiBkleber vertullten Ausnehmuni>en oder Lo- 
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chungen der HeiB- oiler Schnielzkleberfolie beslehen. 

42. Verhindungsmiuel nach Anspruch 40, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB sieh die leitfahigen Abschnillc (44; 
45) im [nnern einer bei Temperatur- und Druckeinwir- 
kung verdriingbaren HeiB- Oder Schnieizkleberschicht 
belinden, 

43. Verhindungsmittel nach Anspruch 40. dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die Verbindung mine Is vorab aufge- 
braehlciu, gewalztem I.otdraht realisieri isi. 

44. Verfahren zuni Herslcllen einer Chipkarle. wobei n> 
ein aut'einem Modul behndlicher Halbleiterehip in ei- 
ner Ausnehmung eines Karientriigers unier lirhalt einer 
eleklrischen und median ischen Verbindung eingeselzt 
wird. dadurch gekennzeichnet, daB der in die Karten- 
ausnehmung zu implantierende Modul zur liinsarzseite '5 
hin mil einem leitfahigen Versteifungsrahmen mil Kon- 
lakillachen versehen wird. wobei diese Kon lak I tl lichen 
mil in der Ausnehmung des Karientragers betindlichen 
Gegenkontaktflachen elektrisch verbunden werden. 

45. Verfahren nach Anspruch 44, dadurch gekenn- 2i) 
zeichnet, daB die Verbindung zwischen Konlaktllachen 
des Rahmens und Gegenkontaklflachen der Ausneh- 
mung siolT-. kraft- und/oder fomisehlussig erfolgt. 

46. Verfahren nach Anspruch 45, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der mil dem Versteifungsrahinen verse- 25 
bene Modul in die Kartenausnehniung zum Erhall der 
niechanischen Verbindung sowie der elektrischen Kon- 
taktierung eingepreBl wird. 

47. Verbindungsanordnung zur Herstellung einer 
Chipkarte. bestehend aus eincm Modul niit eineni M 
Halbleiterehip sowie einem Kartentrager mil Ausneh- 
mung zur Aufnahme des Moduls, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

daB auf der Einsatzsciie des Moduls (514) ein leittuhi- 
ger. voneinander isolierte Absehnitte aufwei sender :<5 
Versteifungsrahmen (53) ausgebildet isl. we Ichor mil 
Anschliissen des Halbleiterchips (52) elektrisch ver- 
bunden ist, wobei der Versteifungsrahmen (53) Kon- 
laktflachcn (55) aufweist, und 

daB in der Ausnehmung (511) des Karteniragers (510) 
Gegenkontaktflachen (513) eingefornit sind, wobei 
beim 1-inselzen des Moduls (414) die Koniakl- undGe- 
genkontaktlliichen (55; 513) in PreBsitz zueinander ge- 
Tangen und/oder stoffschliissig und/oder formsehlussig 
verbunden sind. 

48. Verbindungsanordnung nach Anspruch 47, da- 
durch gekennzeichnet . daB der Versteifungsrahmen 
(53) auBenrandseitig des Moduls (514) angeordnet ist 
und cine im wesent lichen quadrat isc he oder rechtek- 
kige l'orm aufweist. 

49. Verbindungsanordnung nach Anspruch 47 oder 48. 
dadurch gekennzeichnet. daB der Versteifungsrahmen 
(53) seiiliche Vorsprunge oder Rastnasen aufweist. die 
mit an Seitenwanden der Ausnehmung (511) betindli- 
chen Ruckspriingen oder Nuten zusanmienwirken. 

50. Verbindungsanordnung nach einem der Anspruchc 
47 bis 49. dadurch gekennzeichnet , daB die Gegenkon- 
taktllachen (513) in den Sei ten (lac hen der Ausneh- 
mung (511) belindlich sind und Vorsprunge oder Rast- 
nasen aufweisen. die mil korrespondierenden Ausneh- 
niungen im Versteifungsrahmen (33) zusaruruenwir- 
ken. 

51. Verbindungsanordnung nach eineni der Ans p r iic he 
47 bis 49, dadurch gekennzeichnet. daB der Verstei- 
fungsrahmen (53) integral mil eineni Chipirager (51) 
ausgebildet ist, wobei die voneinander isoliertcn Kon- 
iakl tl iic hen des Verbindungsrahmens (53) mit jeweili- 
gen C.'hipkontakien oder Bond fl tic hen in Verbindung 
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